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@ Adapter zur elektrischen Verbindung von optoelektronischen Bauelementen mit einer Leiterplatte

@ Ein Adapter (1) zur elektrischen Verbindung ei-
nes optoelekironischen Bauelements (2) mit einer
Leiterplatte (8) weist einen Sockel (3,103,203) auf,
der mit zwei Kanilen (4) fir AnschluBdréhte (7) des
optoelekironischen Bauelements (2) versehen und
mit SMD-AnschluBkontakten (6) zur elekirischen Ver-
bindung mit der Leiterplatte (8) bestlickt ist. Mit
einem derartigen Adapter (1) sind gewiinschte Po-
stionierungshdhen optoelektronischer Bauelemente
(2) Uber der Leiterplatie (8) in einfacher Weise er-
reichbar; auBerdem ist der Adapter (1) im Zusam-
menhang mit der SMD-Technik verwendbar.
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Adapter zur elekirischen Verbindung eines op-
toelekironischen Bauelements mit einer Leiterplatte
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei der Bestlickung von Leiterplatten mit elek-

tronischen Bauelementen sind zwei Montagetechni-
ken bekannt:
Bei der konventionellen Printtechnik werden beim
Layout Lochmasken erstellt. Diese sind erforder-
lich, um die Bohrungen fiir die AnschluBdridhte der
Bauelemente an den richtigen Stellen auf der Lei-
terplatte anbringen zu kénnen.

Die bei dieser Technik verwendeten Bauele-
mente sind mit mindestens zwei AnschluBdrihten
versehen, die in die Bohrungen der Leiterplatte
gesteckt und dort angeldtet werden. Mit Hilfe die-
ser Bohrungen werden also die elekironischen Bau-
elemente auf der Leiterplatte sowohl mechanisch
als auch elekirisch leitend mit den Leiterbahnen
verbunden.

Im Gegensatz zur konventionellen Printtechnik
hat sich in den letzten Jahren die Oberflichenmon-
tagetechnik durchgesetzt. Diese wird auch als
SMD-Technik (Surface Mounted Device) bezeich-
net. Bei dieser Montagetechnik liegen die Bauteile
mit ihren SMD-AnschiluBkontakten flach auf der Lei-
terplatte. Die Bauelemente werden auf der Bestlk-
kungsseite verldtet, so daB Bohrlbcher, wie sie flr
die konventionelle Printmontage erforderlich sind,
entfallen. Dadurch ist es auch mdglich die Platinen
beidseitig zu bestiicken. Oft wird auch eine Misch-
bestlickung aus Bohr- und Oberflaichenmontage
angewandt, weil zum einen einige Bauteile noch
nicht als SMD-Baugruppen verfiigbar sind, zum
anderen eine SMD-Bauform aus anderen Griinden,
z.B. Kostengriinden nicht in Frage kommt. Ein sehr
wichtiger Aspekt flir den Einsatz der SMD-Technik
ist, daB AnschluBdridhte im Bereich der Hochspan-
nungs- und Hochfrequenztechnik wegen der elek-
tromagnetischen Vertriglichkeit (EMV) prinzipiell
vermieden werden miissen. Zwar ist die Miniaturi-
sierung der Baugruppen das auffallendste Merkmal
der SMD-Technik, jedoch wird auch eine hGhere
Zuverldssigkeit der Bauelemente erreicht. Zusitz-
lich entstehen bezliglich der Lotverfahren entschei-
dende Vorteile. Durch maschinelles Wellenl&ten,
Dampfphasen-, Reflow- und Infrarotiéten wird die
Wirtschaftlichkeit bei den Verbindungs- und Monta-
geprozessen stark erh&ht.

Es sind nun optoelektronische Bauelemente,
z.B. Leuchtdioden (LED), in SMD-Technik bekannt.
Diese weisen gegeniber herkdmmlichen Leucht-
dioden zwei Merkmale auf. Einerseits muB das
Kunststoffmaterial, in dem der LED-Chip enthalten
ist, gegeniber konventionellen Leuchtdioden eine
héhere Temperaturbestandigkeit aufweisen. Ande-
rerseits muB auch die Kontaktanordnung der SMD-
Leuchtdiode SMD-fihig sein. Dies ist wichtig, da
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SMD-Bauelemente meist maschinell verlotet wer-
den. Dabei werden die SMD-Bauelemente zuerst
auf der Leiterplatte fixiert und dann durch einen
entsprechenden L&tofen geschickt, in dem die Pla-
fine mit allen Bauteilen hohen Temperaturen aus-
gesetzt.

Wegen der starken Miniaturisierung und den
fehlenden Drahtkontakten ftritt aber auch das Pro-
blem auf, daB z.B. bei Aktuatoren und Sensoren,
wie z.B. Leuchtdioden, die Montageposition unmit-
telbar oberhalb der Platinenoberfliche ungeeignet
flir den Einsatz des Bauelements ist. SMD-Leucht-
dioden sind aufgrund ihres gedrungenen Aufbaus
direkt auf der Leiterplatte positioniert, so daB8 die
Strahlungsquelle nur wenige mm Uber der Leiter-
platte liegt. Diese wird jedoch allgemein in einigem
Abstand von der Leiterplatte bendtigt. Dasselbe gilt
auch fir andere Sensoren oder Aktuatoren wie
MeBvorrichtungen, elekirotechnische Kleinstmoto-
ren u.g.

Ein Adapter der eingangs genannten Art ist aus
der US-A-4 837 927 bekannt geworden. Bei diesem
bekannten Adapter sind innerhalb der Kanile Fe-
dersteckverbindungselemente angeordnet, die an
einer Seite AnschluBdrdhte von optoelektronischen
Bauelementen steckend aufnehmen und die ande-
renends Verldngerungen zur Bildung der SMD-An-
schluBkontakte versehen sind. Derartige Adapter
sind konstruktiv und herstellungstechnisch aufwen-
dig und ergeben keine feste Verbindung zwischen
SMD-AnschluBkontakten und den Bauelementen.

In der US-A-5 116 229 und der DE-T2-690 03
724 sind Adapter beschrieben, die eine Leuchtdio-
de nach Art einer Fassung aufnehmen, wobei die
AnschluBdrihte der Leuchtdioden durch den Adap-
ter hindurchgefiihrt und am anderen Ende des
Adapters herausgeflihrt sind, so daB die Leuchtdio-
de mit ihren AnschluBdrdhten in konventioneller
Printtechnik mit der Leiterplatte verbunden wird.

Beim Adapter sowohl nach der zuerst genann-
ten Druckschrift als auch nach den zuletzt genann-
ten beiden Druckschriften k&nnen optoelektroni-
sche Bauelemente nur dann verwendet werden,
wenn sie in konventioneller Weise mit AnschluB-
drdhten, wie sie flr die Printtechnik vorgesehen
sind, versehen sind. Eine Verwendung von opto-
elektronischen Bauelementen, wie sie flir die SMD-
Technik Verwendung finden, kdnnen bei diesen
bekannten Adaptern nicht eingesetzt werden. Der
Adapter ist lediglich zwischen das optoelektroni-
sche Bauelement und die Leiterplatte geklemmt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es des-
halb, einen Adapter der eingangs genannten Art zu
schaffen, der, obwohl! er ausschlieBlich fiir die Ver-
wendbarkeit bei der SMD-Verbindungstechnik auf-
gebaut ist, sowohl flr den Einsatz von optoelekiro-
nischen Bauelementen mit AnschluBdrihten als
auch fir den Einsatz von flir die SMD-Verbin-
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dungstechnik  ausgeristeten
Bauelementen geeignet ist.

Zur L&sung dieser Aufgabe sind erfindungsge-
maB die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale
vorgesehen.

Auf diese Weise ist ein Adapter geschaffen, an
dem, obwohl er selbst flir die SMD-Verbindungs-
technik geeignet ist, optoelekironische Bauelemen-
te beider Gattungen also sowohl solcher mit her-
kémmlichen AnschluBdrdhten als auch solcher, die
fr die SMD-Verbindungstechnik geeignet sind,
verwendet werden k&nnen. Desweiteren ist der
Adapter selbst unmittelbar an der Leiterplatte ge-
halten und kann Uber die SMD-AnschluBkontakte
ausgerichtet werden. Der mindestens eine Kanal
des Adapters ist so ausgestaltet, daB er die An-
schluBdréhte von nicht SMD-fdhigen LED aufneh-
men oder daB in ihn Kontaktdrdhte oder -schienen
eingesetzt werden kdnnen, die den Kanal an der
Oberseite Uberragen. An diesen Uberstand kann
dann eine SMD-fahige LED angel&tet werden. Der
Adapter kann auf einfache Weise wie andere SMD-
Bauelemente auf der Leiterplatte fixiert und bspw.
durch maschinelles Wellenlften elektrisch leitend
mit dieser verbunden werden kann. Der Adapter
bzw. das optoelektronische Bauelement kann in
den verschiedenen Ausfiihrungsformen der SMD-
Technik verwendet sein. Dazu geh&ren die Chip-
Technik, bei der Adapter bzw. Bauelement quader-
férmig aufgebaut sind, die MELF-Technik (Metal
Electrode Face), bei der das Bauelement oder der
Adapter im allgemeinen zylinderfGrmig ist, die
SOT-Technik (Small Outline Transistor Package)
und die SO-Technik (Small QOutline).

Der Adapter eignet sich fiir alle Sensoren bzw.
Aktuatoren, die im Bereich der Elekirotechnik ihren
Einsatz finden. Es k&nnen auch andere Bauele-
mente, wie Schalter oder elekirische Kleinstmoto-
ren Uber den Adapter in ihre Position gebracht
werden und durch die SMD-Technik auf der Leiter-
platte angelbtet werden. Auch kann der Adapter
selbst in jeder denkbaren Form gestaltet werden.
Es kann bspw. vorgesehen sein, mehrere Adapter
aneinander zu koppeln, so daB eine Bandanzeige
fir Leuchtdioden entstehen kann. Auch kann die
Oberseite des Adapters eine von einer horizontalen
Ebene abweichende Form aufweisen, um die opto-
elektronischen Bauelemente in entsprechende Po-
sitionen Uber der Leiterplatte zu bringen.

Der gewlinschte Abstand der LED von der Pla-
tinenoberfliche wird durch die Hohe des Sockels
des Adapters vorgegeben. Unterschiedliche Ab-
stdnde k&nnen durch die Verwendung unterschied-
licher Adapter erzielt werden. Es sind aber auch
Adapter denkbar, die auf die gewiinschte H&he
abldngbar sind, z.B. durch Kirzen des Sockels,
indem ein Teil an einer Sollbruchstelle abgebro-
chen wird.

optoelekironischen
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Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung kann der Adapter als Schalter- oder
Tastergehduse ausgefiihrt sein oder Bestandteil ei-
nes Schalter- oder Tastergehduses sein, in dem
die SMD-AnschluBkontakte integriert sind. Hierbei
hat der Anwender den Vorteil, einen SMD-Schalter
bzw. -Taster mit SMD-LED einsetzen zu k&nnen,
bei der die L&tbedingungen fiir Schalter und LED
gleich sind, da beide im Gehduse des Adapters
integriert sind. Durch den so hergestellten SMD-
Schalter, k&nnen einerseits die Lochmasken beim
Layout einer Leiterplatte eingespart werden und es
kdnnen andererseits hdhere Bauelement-Pak-
kungsdichten auf einer Leiterplatte realisiert wer-
den.

Bei einer Ausflihrungsform des Adapters sind
Aussparungen zum Auswechseln der AnschluBele-
mente und zur Erleichterung der Verbindungsher-
stellung zwischen AnschluBelementen und SMD-
AnschluBkontakten vorgesehen.

Weist einer der Kandle des Adapters an seiner
dem Bauelement zugewandten Seite eine Erweite-
rung auf, ist der richtige Einbau einer mit einem
Absatz versehenen Diode vom Adapter vereinfacht.
Stattdessen oder gleichzeitig kann der Sockel an
einer Seite eine vorzugsweise angeformte Nase
aufweise. Falls richtungsabhingige Bauelemente
verwendet werden, ermdglicht dies die "richtige”
Bestlickung von Dioden, falls deren Absatz vom
AnschluBelement durch den Adapter verdeckt ist.

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den weiteren Unteranspriichen defi-
niert.

Im folgenden sind drei Ausfiihrungsbeispiele
unter Hinweis auf die beigefligten Zeichnungen ni-
her beschrieben. Es stellen dar:

Figur 1 einen Schnitt durch einen erfin-
dungsgemidBen Adapter mit aufsit-
zendem optoelekironischem Bauele-
ment mit herk&mmlichen Drahtan-
schliissen gemaB einem ersten Aus-
fUhrungsbeispiel;
einen Schnitt durch einen erfin-
dungsgemidBen Adapter mit aufsit-
zendem optoelekironischem Bauele-
ment in SMD-AnschluBtechnik ge-
maB einem zweiten Ausflihrungsbei-
spiel; und
eine teilweise aufgebrochene per-
spektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemiBen Adapters in Form ei-
nes Schalters mit eingesetzter
Leuchtdiode gemiB einem dritten
Ausflihrungsbeispiel.

Figur 1 zeigt einen Adapter 1 zur elekirischen
Verbindung von optoelekironischen Bauelementen
2, z.B. einer Leuchtdiode (LED), mit einer Leiter-
platte 8. Der Adapter 1 weist einen bspw. zylindri-

Figur 2

Figur 3
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schen Sockel 3 auf, der in Lingserstreckung von
zwei geschlossenen Kandlen 4 fir AnschluBele-
mente 5 durchzogen ist. Die AnschluBelemente 5
sind sowohl mit dem optoelekironischen Bauele-
ment 2 als auch mit SMD-AnschluBkontakten 6 des
Adapters 1 elektrisch leitend verbunden. Die SMD-
AnschluBkontakte sind nahe am der Leiterplatte 8
zugewandten Ende in den Sockel 3 eingebettet,
reichen mit ihrem inneren Ende in den jeweiligen
Kanal 4 und sind an ihrem freien duBeren Ende
abgekropft. Bei dem gezeigten ersten Ausfih-
rungsbeispiel sind die AnschluBelemente 5 in Form
von AnschluBdrdhten 7 Teil des optoelektronischen
Bauelements 2. Die AnschluBdrdhte 7 durchgreifen
nach dem Aufsetzen des Bauelements 2 auf den
Sockel 3 des Adapters 1 die Kandle 4. Die An-
schluBdréhte 7 werden zuvor so abgeldngt, daB sie
im Bereich der SMD-AnschluBkontakte 6 enden.
Durch Aussparungen 10 an der Unterseite des Sok-
kels 3 des Adapters 1 wird ermdglicht, daB das
AnschluBelement 5 und der SMD-AnschluBkontakt
6 des Adapters 1 unl@sbar elekirisch miteinander
verbindbar sind. Dies kann z.B. durch Léten, Ver-
nieten, Verschweifien, LaserverschweiBien o0.dgl. ge-
schehen. Das optoelektronische Bauelement 2, das
fir die bei der SMD-Technik geforderten hohen
Temperaturen geeignet ist, kann dann zusammen
mit dem Adapter 1 wie ein Bauteil der SMD-Tech-
nik Uber die AnschluBkontakte 6 mit der Leiterplatte
8 verlbtet werden. Die fir einen bestimmten An-
wendungszweck erforderliche Position und H&he
des optoelektronischen Bauelements 2 ist damit
von der Langserstreckung des Adapters 1 vorgege-
ben. Leuchtdioden 2 sind teilweise an der Katho-
denseite im Bereich der Anschliisse durch einen
Absatz 9 markiert, der eine Bestlickung in der flr
die Funktion des optoelektronischen Bauelements 1
erforderlichen Lage ermd&glicht. Dabei kann in nicht
dargestellter Weise der Kanal 4 an der Oberseite
des Adapters 1 so erweitert sein, daB der Absatz 9
eindringen kann. Zwischen der Leiterplatte 8 und
der Unterseite des Sockels 3 besteht ebenfalls ein
Zwischenraum, der ein nachtrdgliches Kippen des
Adapters 1 nach dem Anlbten erlaubt, so daB das
optoelekironische Bauelement 2, z.B. in der Aus-
fihrung als LED, exakt ausgerichtet werden kann,
der Platz flr einen Kleber vorsieht, mit dem die
SMD-Bauteile vorfixiert werden. An einer Seite ist
am Adapter 1 nahe dem betreffenden AnschluBkon-
takt 6 eine Nase 20 angeformt, die Verwendung
richtungsabhdngiger Bauelemente 2 erleichtert.

In Figur 2 ist ein zweites Ausflihrungsbeispiel
eines Adapters 101 darstellt, der mit einem opto-
elektronischen Bauelement 102, z.B. einer LED be-
stlickt ist, die bzw. das fir die bei der SMD-
Technik geforderten hohen Temperaturen geeignet
ist und mit seitlichen elektrischen AnschluBpunkien
114 versehen ist. Der Adapter 101 weist ebenfalls
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einen bspw. zylindrischen Sockel 103 mit zwei
geschlossenen Kanilen 104 flir separate AnschluB-
elemente 105 und eine angeformte Nase 120 auf.
In diesem Fall sind separate AnschluBelemente 105
in Form von Kontakidrdhten oder - schienen 111
vorgesehen, die in den Sockel 103 eingegossen
sind. Die Kontaktdrdhte 111 iberragen die Obersei-
te des Sockels 103 und sind dort mit den An-
schluBpunkten 114 des optoelektronischen Bauele-
ments 102 z.B. durch Verléten oder VerschweiBen,
elekirisch leitend verbunden. Die Anordnung von
SMD-AnschiuBkontakten 106 des Adapters 101 und
deren elekirische Verbindung mit den inneren En-
den der Kontaktdrdhte 111 durch an der Unterseite
des Sockels 103 vorhandene Aussparungen 110 ist
entsprechend dem Ausfiihrungsbeispiel der Figur 1
vorgesehen.

Figur 3 zeigt ein drittes Ausflihrungsbeispiel
eines Adapters 201 in Form eines Geh3uses fir
einen Schalter oder Taster. Die schematische An-
sicht zeigt ein Schaltergehduseunterteil 212. In die-
sem Schaltergehduseunterteil 212 befindet sich ein
Sockel 203, auf den ein optoelekironisches Bauele-
ment 202, z.B. eine temperaturbestidndige Leucht-
diode (LED), aufgesetzt ist. Der Sockel 203 weist
zwei einseitig offene Kanile 204 auf, in denen
AnschluBelemente 205 fiir das optoelekironische
Bauelement 202 gefiihrt sind. Die AnschluBelemen-
te 208 sind einenends mit der LED 202 und ander-
nends mit SMD-AnschluBkontakten 206 des Adap-
ters 201 elekirisch leitend verbunden, die teilweise
in das Geh3useunterteil 212 eingebettet sind. Ein
Schalterkontakt 213 ist im Schaltergehduseunterteil
212 derart schwenkbar angeordnet, daB ein Um-
schalter, ein Taster oder ein Ein- bzw. Ausschalter
entsteht. Dabei kann der Schalterkontakt 213 bspw.
direkt Uber Nieten 215 auf das innere Ende des
betreffenden SMD-AnschluBkontaktes 206 aufge-
nietet sein. Entsprechendes gilt in nicht dargestell-
ter Weise fiir weitere Schalterkontakte und die An-
schluBelemente 208. Dadurch, daB die Leuchtdiode
22 aufgrund des Sockels 203 in einer bestimmten
Hohe fixiert ist, kann die Betatigungsfliche des
Schalters optimal beleuchtet werden.

Patentanspriiche

1. Adapter zur elektrischen Verbindung eines op-
toelekironischen Bauelements (2,102,202) mit
einer Leiterplatte (8,108), mit einem Sockel
(3,103,203), der mit mindestens einem Kanal
(4,104,204) flr AnschluBelemente (5,105,205)
versehen ist, und mit SMD-AnschluBkontakten
(6,106,206) zur elekirischen Verbindung mit
der Leiterplatte (8,108), dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Sockel (3,103,203) mit den
SMD-AnschluBkontakten (6,106,206), die in
den Bereich des Kanals (4,104,204) ragen, be-
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stlickt ist und entweder mit AnschluBelementen
(5) in Form von AnschluBdrdhten (7) des opto-
elektronischen Bauelements (2) oder mit An-
schluBelementen (10,5,205) in Form von sepa-
raten Kontaktdrdhten oder -schienen (111), de-
ren jeweils anderes Ende mit SMD-AnschluB-
punkten (114) des optoelektronischen Bauele-
mentes (2,102,202) elekirisch verbunden ist,
unldsbar verbunden, bspw. laserverschweiBt
sind.

Adapter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Sockel (3,103,203) des
Adapters (1,101) von seiner Unterseite ausge-
hende Aussparungen (10,110) aufweist, durch
die die Verbindungsstellen der AnschluBele-
mente (5,105) an den SMD-AnschluBkontakten
(6,106) zugdnglich sind.

Adapter nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-

net, daB das optoelektronische Bauelement
(2,102,202) Uber die  AnschluBelemente
(5,105,205) mechanisch am Adapter

(1,101,201) befestigt ist.

Adapter nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Ka-
nal (204) als seitlich offener oder als geschlos-
sener Kanal ausgebildet ist.

Adapter nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, da8 die An-
schluBelemente (105) im Kanal (104) eingegos-
sen oder von Kunststoff umspritzt sind.

Adapter nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB der
Adapter (201) durch zumindest einen Teil ei-
nes Schalter- oder Tastergehduse (212) gebil-
det ist.

Adapter nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Schalter- oder Tastergehiu-
se (212) mit mehreren SMD-AnschluBkontakten
(206) versehen ist.

Adapter nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB der
Adapter (1,101,201) aus SMD-fahigem, vor-
zugsweise flr hohe Temperaturen geeigneten
Material aufgebaut ist, in den die SMD-An-
schluBkontakte (6,106,206) teilweise eingebet-
tet sind.

Adapter nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB einer
der Kanile (4) des Adapters (1) an seiner dem
Bauelement (2) zugewandten Seite eine Erwei-
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10.

terung aufweist.

Adapter nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB der
Sockel (3; 103) an einer Seite eine vorzugswei-
se angeformte Nase (20; 120) aufweist.
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